半导体激光治疗仪技术参数
数量1台
一、临床适用范围：用于对目标软组织进行非接触式汽化、切割、切除、凝固止血等微创激光手术。

二、主要技术参数：
1．进口激光发射器。
2．激光波长：980nm。
3．激光器额定功率35W，600um光纤终端输出25W。
4．控制部分：双CPU。
5．出光控制：脚踏开关+联锁开关。
6．工作方式：连续、单脉冲、重复脉冲。
7．显示器：彩色触摸液晶屏。
8．电源：AC220V±10%，50Hz±2%。
三、基本技术要求：
1．★产品注册证中应注明适用对指定组织进行汽化、切割、切除、凝固等激光微创手术。
2．为保证治疗安全，设计的激光防护装置治疗过程中激光不外泄。
3．★采用进口光纤耦合技术，且产品注册证中注明手术光纤规格400um/600um。
4．激光主机与光纤必须整体注册。
5．微电脑控制发射脉冲，避免机械控制易对周围组织造成损失。
6．设备故障自检，模块化组件，便于维修。
7．采用软硬件控制的多重保护功能。
